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Abstract (en)
[origin: WO2018041882A1] The invention relates to a printed circuit board (1) for connecting battery cells, which are formed at least partially from
a non-electrically conductive material, said printed circuit board (1) comprises, on a first side (2) and on a second side, at least one electrically
and thermally conductive contacting section (7), and each contacting section (7) is connected electrically and thermally to each contacting section
(7). According to the invention, a core (12) made from, preferably, electrically conductive and thermally conductive material is arranged in the non-
electrically conductive material of the printed circuit board (1). The at least one contacting section (7) is arranged on sides of the non-electrically
conductive material, said sides being opposite the core (12), and at least one electrically and thermally conductive lead-through element extends
through the core (12) and through the non-electrically conductive material arranged on the core (12), and the lead-through element is electrically
insulated with respect to the core (12). A heat flow can be absorbed by the core (12) and be guided out from the printed circuit board (1).

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verwendung einer Platine (1) zur Verbindung von Batteriezellen, die teilweise aus einem nicht elektrisch
leitfähigen Material ausgebildet ist, wobei die Platine (1) auf einer ersten Seite (2) und auf einer zweiten Seite jeweils mindestens einen
elektrisch und thermisch leitfähigen Kontaktierungsabschnitt (7) aufweist, 10 und wobei jeder Kontaktierungsabschnitt (7) mit jedem anderen
Kontaktierungsabschnitt (7) elektrisch und thermisch leitfähig verbunden ist. Erfindungsgemäß ist in dem nicht elektrisch leitfähigen Material der
Platine (1) ein Kern (12) aus einem vorzugsweise elektrisch leitfähigen 15 und thermisch leitfähigen Material angeordnet, wobei auf dem Kern (12)
abgewandten Seiten des nicht elektrisch leitfähigen Materials jeweils der mindestens eine Kontaktierungsabschnitt (7) angeordnet ist, und wobei
mindestens ein elektrisch und thermisch leitfähiges 20 Durchführungselement sich durch den Kern (12) und durch das auf dem Kern (12) beidseitig
angeordnete, nicht elektrisch leitfähige Material erstreckt, und wobei das Durchführungselement gegenüber dem Kern (12) elektrisch isoliert ist. Ein
Wärmestrom kann durch den Kern (12) 25 aufgenommen und aus der Platine (1) abgeführt werden.
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